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Abstract of DE1 9735404 

A tape length (1), for end joining to another tape length in the production of an endless tape as chip 
carrier for processing in a chip mounting line, has recessed end profiles (3) accurately matching 
corresponding profiles of the other tape length for producing an interlocking fit. Also claimed is an endless 
tape consisting of tape lengths (1) joined together by profiles (3) at their facing ends, an adhesive tape 
being stuck over the joint and the interlocked profiles (3) at one side of the tape. Preferably, the adhesive 
tape consists of polyethylene naphthalate, silicone or polyimide with an adhesive coating. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung betrifft ein Teilband fur die Herstellung ei- 
nes aus mehreren derartigen Teilbandern bestehenden End- 
losbandes als Chiptrager zur Verarbeitung in ciner Chip- 
montagestraBe sowie ein entsprechendes Endlosband. 

Derartige aus mehreren Teilbandern zusammengesetzte 
Endlosbander kommen beim sogenannten Reel-to-Reel- 
Verfahren zum Einsatz. Bei diesem wird das Endlosband 
durch eine ChipmontagestraBe gefiihrt, in der verschiedene 
Montageschritte durchgeFuhrt werden. Unter anderem wer- 
den Halbleiterchips auf dem Endlosband plaziert, Bond- 
drahte fur eine Kontaktierung von elektrischen Anschlussen 
der Chips mit dem Material des Endlosbandes angebracht 
und Gehause uber den einzelnen Chips mit ihren Bonddrah- la 
ten erzeugt. Letzteres geschieht beispielsweise durch Um- 
spritzen innerhalb eines sogenannten Moldwerkzeuges. 

Das Rccl-to-Rccl-Vcrfahrcn kommt vor allcm bci der 
Montage von Chips zur Anwendung, die eine kleine Bau- 
teilgroBe aufweisen und in groBen Stuckzahlen gefertigt 20 
werden. Es kann nahezu vollautomatisch durchgefuhrt wer- 
den. Ublicherweise sind die geschilderten Endlosbander aus 
zahlreichen Teilbandern von bis zu mehreren hundert Me- 
tern Lange zusammengesetzt. Die Teilbander sind jedes fur 
sieh gut auf Roilen wickelbar und werden erst iiriteinander 
verbunden, wenn sie in die ChipmontagestraBe "eingefa- 
delt" werden soUen. Das Einfadeln hat den Vorteit, daB sich. 
ein kontinuierlicher HerstellprozeB gewahrleisten laBt, ohne 
daB zum Einlegen eines neuen Bandanfanges groBer Auf- 
wand an Einlege- und Justierarbeiten anfailt. Nach dem 
Durchiaufen der MontagestraBe wird das Endlosband wie- 
der in besser handhabbare Teilbander zerteilt, die sich wie- 
derum einzeln auf eutsprechende Rollen wickeln lassen. 

Bislang ist es verbreitet, die einzelnen Teilbander des 
Endlosbandes an ihren einander zugewandten Enden mit 
Metallklammern, uberlappenden SchweiBungen oder Haft- 
klebebandern miteinander zu verbinden. Die genannten Ver- 
bindungen mussen in Teilbereichen der MontagestraBe je- 
doch erheblichen Belastungen widerstehen. So wirken auf 
das Endlosband insbesondere beim MoldprozeB Zugkrafte 
von bis zu 50 Newton, Temperaturen von etwa 180°C fur 
eine Zeitdauer von bis zu 60 sec und ein SchlieBdruck des 
Moldwerkzeuges von bis zu 40 t. 

Beim Zusammenfugen der Teilbander zur Herstellung ei- 
ner ausreichend guten rnechanischen Verbindung kommt es 
durch die SchweiBung, die Metallklammern bzw. das Haft- 
klebeband zu einer starke Verdickung des Endlosbandes an 
der Filgestelle. Die bisherigen Haftklebebander weisen bei- 
spielsweise eine Dicke von 100 bis 200 urn auf. Derartige 
Verdickungen haben den Nachteil, daB sie nicht ohne weite- 
res durch samtliche Stationen einer ChipmontagestraBe ge- 
fuhrt werden konnen. Gerade bei Moldwerkzeugen muB da- 
her das Endlosband an den verdickten Fugestellen der Teil- 
bander angehalten werden und es kommt zu einem erhohten 
AusschuB. Wurdedas Moidwerkzeug seinen vollen SchlieB- 
druck auf eine derartige Verbindungsstelle ausuben, kame es 
zwangslaufig zu einer Beschadigung der Verbindung zwi- 
schen den Teilbandern sowie einer Beschadigung des Mold- 
werkzeuges. 


len FUgetechniken fur die Teilbander ist es auBerst schwie- 
rig, eine genauc Justage zwischen den Indexlochem der ver- 
schiedenen aneinandergefugten Teilbander zu gewahrlei- 
sten Tnsbesondere in dem Fall, wo eine Verbindung aus- 
schlieBlich durch Haftklebebander bewirkt wird, kommt es 
durch thermische Belastungen und Zugbelastungen der Ver- 
bindungsstelle zwischen den Teilbandern zu ungewiinschten 
Toleranzen, da das Klebeband die gesamten Zugkrafte beim 
Vorwartstransport des Endlosbandes aufnehmen muB. 

Das Reel-to-Reel-Verfahren kommt z. B. bei derMq^age 
von sogenannten Chipmodulen, die fur den Einsatz in Chip- 
karten vorgesehen sind, zum Einsatz. Bislang wurden dabei 
die Chips hauptsachiich durch VergieBen mit einer Umhul- 
lung versehen, wobei lediglich Temperaturen von etwa 60 C 
auftreten. Mochte man jedoch die Chipabdeckung durch 
SpritzgieBen herstelien, treten die oben erwahnten hohen 
Temperaturen von bis zu 180°C auf, bei denen die Verbin- 
dung der Teilbander mittcis cincs Haftklebcbandcs wegen 
dessen thermisch bedingter Ausdehnung unakzeptabel 1st. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Moghch- 
keit anzugeben, wie das Zusammenfugen der Teilbander zur 
Herstellung des Endlosbandes verbessert werden kann. 

Diese Aufgabe wird mit einem Teilband gemaB Anspruch 
1 und einem Endlosband gemaB Anspruch 2 gelost. Weiter- 
bildungen und Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen- 
stand von abhangigen Anspriichen. 

ErfindungsgemaB ist es .vorgesehen, daB das Teilband an 
wenigstens einem Ende, das zur Herstellung des Endlosban- 
des mit einem anderen Teilband zu verbinden 1st,. Ausfor-. 
mungen mit Hinterschneidungen aufweist, die passgenau.zu 
entsprechenden Ausformungen des anderen Teilbandes ge- 
staltet sind, so daB eine FormschluB-Verzahnung zwischen 
den Teilbandern herstellbar ist. 

Die Erfindung hat folgende Vorteile: Samtliche auf das 
Endlosband wirkenden Zugkrafte werden durch den Form- 
schluB problerrdos aufgenommen. TVotz der groBen Stabili- 
tat der Verbindung kommt es an den Fugestellen zwischen 
den Teilbandern zu keiner Erhebung bzw. Verdickung auf 
dem Endlosband, wie dies bei den herkommlichen Fugever- 
fahren der Fall ist. Das Endlosband ist stattdessen auch an 
den Fugestellen vollig planar. Daher fuhrt auch die Anwen- 
dung groBer senkrecht in Vorschubrichtung des Endlosban- 
des auf dieses wirkende Krafte, wie beispielsweise der 
SchlieBdruck eines Moldwerkzeuges, zu keiner Beschadi- 
gung des Bandes. Weiterhin kann eine korrekte gegenseitige 
Justage der Indexiocher der aneinandergefugten Teilbander 
erreicht werden. Da es sich urn eine vollig plane Verbin- 
dungstechnik handelt, laBt sich das hergestellte Endlosband 
problemos auch durch Offnungen mit nur sehr gennger 
Hohe fuhren. Die Fugestelle wird auch nicht durch Tempe- 
ratureinflusse in Mitleidenschaft gezogen, da das Material 
der Teilbander, das ohnehin derartigen Einftussen widerste- 
hen muB, selbst die Verbindung bewirkt. Als Chiptrager- 
Material kommt ein ublicherweise verwendetes Metall in 
Betracht. 

Die speziellen geometrischen Ausformungen an den tn- 
den der Teilbander bewirken durch ihr Ineinanderhaken ei- 
nen FormschluB in der Ebene des Endlosbandes, also in der 
Vorschubrichtung des Endlosbandes sowie senkrecht dazu. 
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montageprozesses ist die Justiergenauigkeit des Endlosban 
des fur die einzelnen Montageschritte. Diese wird fur ge- 
wohnlich durch sogenannte Indexiocher (PerforaUonslo- 
cher, Sprocket Holes) gewahrleistet, die in Vorschubrich- 
tung des Endlosbandes an seinen beiden Scitcn vorhanden 
sind. Die aus der Filmindustrie ubernommenen Indexiocher 
dienen auBer der Justierung auch dem Eingriff von Trans- 
portwerkzeugen in der MontagestraBe, Bei den traditionel- 
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an den Ftige- bzw. Verbindungsstellen Klebebander auf das 
Endlosband aufzukleben. Diese dienen dabei nicht einer 
Aufnahme von in die Hauptbelastungsrichtungen wirkenden 
Kraften, die bereits durch die erfindungsgemaBen Ausfor- 
mungen an den Enden der Teilbander aufgenommen wer- 
den Die Aufgabe des Klebebandes besteht lediglich dann, 
zu verhindern, daB die Verhakung der Teilbander aufgeho- 
ben wird, indem sich diese senkrecht zur Ebene des Endlos- 
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bandes gegenetnander bewegen. Zu diesem Zweck muB das 
Klebeband jedoch nur sehr geringe Krafte aufnehmen und 
kann daher auBerst diinn gestaltet sein und beispielsweise 
mir eine Dicke von weniger als 70 um aufweisen. Die da- 
durch bedingte hone Elastizitat des Klebebandes spielt dabei 
fur die Justiergenauigkeil der Index loc her keine Rolle. Das 
Klebeband ist daher sehr viel dunner gestaltet als die oben 
erwahnten, bisher eingesetzten Haft klebe ban der, mil denen 
allein eine Verbindung zwischen den Teilbandern hergestellt 
wird. Das sehr diinne Klebeband ermoglicht, daB ein Mold- 
werkzeug, welches in der Montages LraBe vorhanden ist, mit 
einem groBen SchlieBdruck geschlossen werden kann. ohne 
daB es zu einer Beschadigung der Verbindungsstelle zwi- 
schen den Teilbandern bzw. Beschadigungen des Mold- 
werkzeuges kornrnt. Die Toleranzgenauigkeit der Fugestelle 15 
wird durch den FormschluB gewahrleistet. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren n2- 
hcr crlautcrt, die cin Ausfuhrungsbcispicl der Erfindung zci- 
gen. 

Die Fig. 1 bis 3 zeigen zwei erfindungsgemaBe leilban- 20 
der 1 zu verse hiedenen Zeitpunkten des Chipmonlagever- 
fahrens. 

Fig. 1 zeigt ausschnittsweise zwei Teilbander 1, von de- 
nen im wesentlichen ihre sich einander zugewandten Enden 
dargestellt sind, die zur Herslellung eines Endlosbandes fur 25 
die Verwendung in einer ChipmontagestraBe aneinanderzu- 
fugen sind. Die Teilbander 1 bestehen aus einem metalli- 
schen Chiptrager-Material, auf dem in der MontagestraBe 
Chips zu befestigen sind. Es kommen hierfur die iiblichen 
Materialien, wie CuFe2, CuSn6 und Alioy42 zum Einsatz, 30 
deren Oberflache beispielsweise versilbert oder vemickelt 
sein kann, urn eine Oxidation zu vermeiden. 

Die Vbrsehubrichtung des herzustellenden Endlosbandes 
verlauft in den Figuren von links nach rechts. Das rechle 
Teilband 1 aus Fig. 1 befindet sich bereits zum groBen Teil 35 
in einer ChipmontagestraBe (nicht dargestellt), wahrend sein 
linkes Ende mit dem rechten Ende des linken Teiibandes 1 
zu verbinden ist, um ein luckenloses Einfuhren der beiden 
Teilbander in Form eines herzustellenden Endlosbandes in 
die MontagestraBe zu ermoglichen. 40 

Die Teilbander 1 weisen an beiden Seiten Indexlocher 6 
auf, die vor allem der Ju stage in der ChipmontagestraBe die- 
nen, durch die das herzustellende Endlosband gefuhrt wird. 
Die Teilbander 1 sind weiterhin durch Stanzungen struktu- 
riert, so daB eine Vielzahl von spater zu vereinzelnden Chip- 45 
montageflachen 7 ausgebildet sind. An ihren sich zuge- 
wandten Enden weisen die Teilbander 1 Ausformungen 3 
auf, wobei jede Ausforrnung 3 des rechten Teiibandes 1 paB- 
genau zu einer Ausforrnung 3 des linken Teiibandes 1 ge- 
staltet ist. Die Ausformungen 3 weisen Hinterschneidungen 50 
auf, so daB durch Ineinanderfugen der Ausformungen der 
beiden Teilbander 1 eine FormschluB- Verzahnung erfolgt, 
die in Vorschubrichtung des Endlosbandes wirkende Zug- 
kraf te aufnimrnt. 

Fig. 2 zeigt ausschni ttsweise ein Endlosband 2, das durch 55 
Aneinanderfugen der beiden Teilbander 1 aus Fig. 1 gebil- 
det worden ist. Die Ausformungen 3 der beiden Teilbander 1 
sind dabei ineinandergefiigt. Die Ausformungen 3 konnen 
auch andere Formen und Abmessungen haben, als in den Fi- 
guren dargestellt, Beispielsweise konnen sie auch die Form 60 
eines Schwalbenschwanzes haben. In den Figuren ist die 
Draufsicht auf diejenige Seite der Teilbander 1 bzw. des 
Endlosbandes 2 dargestellt, auf der in der MontagestraBe die 
Montage von Halbleiterchips erfolgen soli. Dies wird weiter 
untcn anhand Fig. 3 noch crlautcrt. 65 

In Fig. 2 ist durch eine gestrichelte Linie angedeutet, daB 
an der Unterseite des Endlosbandes 2 iiber der Verbindungs- 
stelle zwischen den beiden Teilbandern 1, also auf den inein- 
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andergreifenden Ausformungen 3, ein Klebeband 4 in Form 
eines Streifens befestigt ist, welches ein Losen der Verbin- 
dung zwischen den Teilbandern 1 senkrecht zur Darstel- 
lungsebene der Figuren verhindert. Das Klebeband 4 kann 
5 auBerst diinn gestaltet sein, beispielsweise eine Dicke von 
weniger als 70 um aufweisen, da senkrecht zur Darstel- 
lungsebene beim Transport durch die MontagestraBe nur ge- 
ringe Krafte wirken. Das Klebeband 4 kann beispielsweise 
aus Polyethylennaftalat, Silikon oder.Polyimid mit einer 
10 Haftkleberbeschichtung bestehen. 

Das Endlosband 2 aus Fig. 2 kann nun beim Transport, 
durch die ChipmontagestraBe mit Halbleiterchips bestiickt 
werden. 

Fig. 3 zeigt das Endlosband 2, nachdem in der Chipmon- 
tagestraBe Chips 5 auf den Chipmontageflachen 7 plaziert 
worden sind. Anschlusse der Chips 5 sind durch Bonddrahte 
mit dem Chiptrager-Material des Endlosbandes 2 verbun- 
dcn. Dies wurdc nur fur den Chip 5 rechts oben in Fig. 3 an- 
gedeutet. Weiterhin sind die Chips 5 und die Bonddrahte 
von einer mitteis eines Moldwerkzeuges durch Umspritzen 
hergestellte, sie schutzende Umhullung (nicht dargestellt) 
umgeben. Die Umhullung kann z. B. aus einem Thermopla- 
sten bestehen. 

Das Endlosband 2 ist in Fig. 3 wiederum in Teilbander 8 
vereinzelt, die sich einzeln besser handhaben und z. B. auf 
Rollen wickeln lassen. Dabei erfolgte das Auftrennen in die 
Teilbander 8 entlang einer teilweise bereits ausgestanzten 
Linie des Endlosbandes 2. 

Eine andere Moglichkeit zur Auftrennung des Endlosban- 
des 2 nach erfolgter Chipmontage besteht darin, das Klebe- 
band 4 aus Fig. 2 abzuziehen und die Ausformungen 3 der 
ursprunglichen Teilbander 1 senkrecht zur Darstellungs- 
ebene in gleicher Weise wieder voneinander zu trennen, wie 
sie zuvor zusammengefugt worden sind. * 

Die auf den Teilbandern 8 befestigten Chips 5 mit den 
Chipmontageflachen 7 werden zu einem spateren Zeitpunkt 
vereinzelt. 

Paten tanspruche 

1. Teilband (1) fur die Herstellung eines aus mehreren 
derardgen Teilbandern bestehenden Endlosbandes (2) 
als Chiptrager zur Verarbeitung in einer Chipmontages- 
traBe. das an wenigstens einem Ende, das zur Herstel- 
lung des Endlosbandes (2) mit einem anderen Teilband 
(1) zu verbinden ist, Ausformungen (3) mit Hinter- 
schneidungen aufweist, die paBgenau zu entsprechen- 
den Ausformungen (3) des anderen Teiibandes (1) sind, 
so daB eine FormschluB- Verzahnung zwischen den 
Teilbandern herstellbar ist. 

2. Endlosband (2) aus wenigstens zwei Teilbandern 
(1) nach Anspruch 1, 

- bei dem die Teilbander (1) durch die Ausfor- 
mungen (3) an ihren sich gegenseidg zugewand- 
ten Enden mechanisch rniteinander verbunden 
sind 

- und bei dem an einer Seite des Endlosbandes 
iiber den Verbindungsstelle n zwischen den Teil- 
bandern (1), also auf den ineinandergreifenden 
Ausformungen (3), ein Klebeband (4) aufgeklebt 
ist. 

3. Endlosband (2) nach Anspruch 2, bei dem das Kle- 
beband (4) aus Polyethylennaphtalat, Silikon oder 
Polyimid mit einer Haftkleberbeschichtung hergestellt 
ist. 
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